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Abstract

For allthe commumications equipment to be usedin tropicalclimate or such a

Wet atmOSPhere asinJapan's rainy season,MFP(moisture and fungus proof)treat-

ment主s one of the essentialprocesses offinishment,because ofits efficacyin acじOm-

plishiI唱the following:

(1)Togive moisture-reSistance to the apparatus surface.

(2)To envelope terminals and connectionswith alow moisture absorbing丘1m and､

theTeby minimlZlng Surface electricalleakage and arc-OVer.

To retar(1the absorption of moisture.

Toi〕TeVent the growth of fungi.

The MFP treatmentisI二OW eXtenSivelyinuse forthe productsfor export as well

as the provisions for the Nat三onalSecurity Corps.The writer has disclosedin this

article some results of his experiment of MFP treatment on the communications

apiつaratuS,discussiIlgthem chieflyin biochemicaland electricalstandpoints,tOgether

WiththepTOblemconcernlngmOistureproofpackagingasitisapttobe neglected.

方法等の実用化研究を行なって来た立場から､比較的重

〔Ⅰ〕緒

通信機器の

ロ

用状態を見ると､都市電話網の心 部に

当る自動交換機が､温度湿度共に調節された近代的交換

局舎に取付けられる一方､或 の通信 器は沿舶上に､

華葡上に､時には風雨に暴露されて使用されることは一

般に知られる通りである｡このような場合､自然の環境

は機器に対し､相当悪い条件を伴ってくるもので､輸出

向､保安け向通信機等にあっては､苛酷な気象中に使用

されることが前堰とされ､-30CCより +65■ニCに至る

温度範囲､文相対湿度90%の高湿試験も行なわれる｡

一般に気候 冷の場合i･ま､機器構成物贋は凍結脆化等

の障害を生じ易く､夏季又は熱帯地の場合は､湿度や徴

による障害を伴い易い｡MFP処理は通信機を 皮や徴

や院蝕の告より紡ぐもので､今日広く採用されつゝある

処理方法である.｡筆者はMIrP材料､部品に対する処理

キ

日立製作所戸塚工場

要な問題に就いて記述し､倍防湿上極めて 蓮の次い防

湿包装に就いても些か実験を行なつキので､後に附け加

えた｡関係各位の御参考iこ供し､併せて御教示を賜わり

たいと希望する次第である｡.

〔ⅠⅠ〕有機材料の活用

子装置一般､通信機及びこれ等の部品に使用される

電気絶縁材料の中､成型品､積層品､ 線被覆等を除き､

液状又は粘網状で操作し､酸化､重縮合､温度変化等の

現象によって､固化皮膜を形成させる材料だ桝こ限定し

て見ても､その種須は材質的には勿論､塗装､含浸､乾

燥方法､使用場所等の相違により､広く有機材料各種に

就いて､活用の道を考慮せねばならない｡或物ほ比較的

硬度や剥離抵抗性の大なることを要求し､或物ほ主とし

て 気的損失の小なることを要求する｡望ましい性能を.

如何なる場合でも発揮聞来る材料ほあり得ず､こゝに多-
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碩材料の中より､処理に適した選択をする葺要さがあり､

裾局彼此比較検討することが大切になってくる｡MFP

塗料はワニス､ラッカー等の中に『方散剤を分散させてあ

り､防湿防徽両性を附与することがねらわれている｡比

較的乾燥性のものに就いてほ､発給保安庁でも第1表を

骨子とする墳柊を制定した(1)しっ

常温乾燥材料にはニトロセルロ←ズが主成分として使

われる｡この種の皮膜ほ耐熱性ほ弱く､120ウC達繹数時

間で変質を来し､黒褐色を呈してくることが多い｡加熱

驚嘆型には原料も色々使われ､第2表に加熱乾燥型をも

含んで､ 老が従来実験して某た材料の一例を示した｡

これ等の有機材料の巾で､パラフィンやアスファルト

のように単独で軌､られるものもあり､ロジンのように

溶剤に溶解したのみで直ぐ用いられるものもあるが､概

して教程頓を混合し､構成各材料の特質を発揮するよう

にしている.｡例えばフェノールフ1-ルムアルデヒドレジ

ンだけでは塗険を作っても非常に脆いので､乾性油を混

和する と かに強執となるこ.殆どの合成樹脂に就

いて､このような変性の操作が加えられるのが普通であ

るr2〕r3)｡通信機器の多様性に相応して､処理同材料も

えず工夫されねばならない｡

第1表 通 信 機 周 防 湿 防 徴

T;1blel. Summarized Standard of MFP

[ⅠⅠⅠ〕防徴性の検

Mi)F処モ里の特徴である篤軍性に就いて､検討を行な

ってみた二.

実験の記述をする前に予隋和讃として､微生物乃至徽

の植物学的位置及び分類を簡単に述べてふる｡通常植物

界を二大部門に分けて重花植物と

物ほ更に芋皆顎､苔辞

し､隠花植

､菌藻顎の≡類に分けられる｡
そのうち菌讃嘆は次のように説明されている(4)､

,llて■

l果

菌

〔A)

民 業緑薫を有し､同化作用を営なむ=.

馬 糞緑薫を欠き､他の有機物に寄生し､こ

れより与ミ藁科を仰ぎ､菓確を営なむ｡

項菌細 微生物巾最も微細なもので､須微靡で

も800倍以上に拡大しなければ明視出

来ない｡

〔B〕酵母類 イーストと通

ゲィタ

されるもので､醸造や

ン製造上毒要祝される.= 発芽

繁殖するものが多い｡

(C~〕徽 顎 麹徴の如く頂道上有ユーロなものもある

が､病源となるものもあり､一般iこ糸

状態を呈し特色ある胆子を附章するた

め肉眼でも容易に区別出来るこ

塗 料 規 格 檻 要

Coating Materials fcrCommunicationsEquipment

誌 上記以外の項目として､耐熱耐寒､延焼､耐絶縁油､耐塩水､耐菌､対鋼板､衝撃､貯蔵性､毒性､色相､

蛍光性 験等を定めてあり､それぞれ合格するを要する｡

A:品質判定試儲 B: C:受入試験 を行なう｡
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第 2 蓑 通 信 機 同 防 湿 処 壬里 村 科 の 一 例

Table2. An Example of Moisture Proof Materials forCommunicationsEquipment

項 目

絶縁耐力≡票嗣認諾電率
牝Ⅴ/皿ml(10(rβcnl､1

誘
体力率

(即定数〕

拍 ≡狸 的 化 学こ的J特 性 】 用 途

哨.覇ミ
′ヒ 泊

天 ジ ン

シ′ ニュ ラ･ソ ク

ア ス フ ァ フレト

パ ラ フ ィ
ン

マイクロクリス
タリンワ ックス

蜜

フェノールレジ

ン､紹樹脂及び
変性樹脂

ンジレノ

､
､
､ア

8～18

20～30

8′､25

20′-60

20-45

20～35

16～20

15～45

ユ2～16

13～16
3.2～3.5

×10_4
15

15～17■2～3.5!ぷ二芸3｡1(107)

116～50

8～1L12.3～3.8:60～250
1

■(107)

1｣1～16 3.1～3.2 50～]20

16～19 2,2～2.9

16～19 2.5′､･･3

8～14 2.5～2.9

13･一-15;4～8

11′･･･-･･12
′6～9

3一･-8

3～8

70～170

(10T)

250～

1,000

200～700

植物油としては乾燥性良好､旦亜
麻仁油は吸水膨潤性あるため､ボ

イル滴として円いている｡長期間
に酸化分解し易い｡

軟化点甘く､テルペソ､エステ/レと
共にアビュナン酸か主成分をなすこ
グリセロールとエステ/レを生ずる｡

樹木に寄生する昆虫の分泌物で､
天然可塑拘たる軟性のものから､
引掻強度大なるものまである｡

安価な割に耐水性､電気的性質､
接着等良好､軟化点は低い､芳香
族､脂肪族炭化水素添削に易i容｡

気的性質､耐酸､アルカリ､耐

水性陸秀､軟化点50～60■ニC耐 ヨ誓

性脆くなる{)アルコールに徴･容､
有機l容別に可溶｡

化 亡や
-J一 的組戎l

て､軟化点
パラフィンと同系に

･く 85■つC肘近.｡

パラフィンより稗軟化点高く､結
着性に富む｡

ボイル油単独の塗膜
として､叉合成樹脂

しワニスとす

エステル化してフユ
ノー/レレジン変性ワ
ニスの成分とする｡

フェノールレジンに

i見じ檎禄甘′でとし､又
バインダとして良好｡

単和か{

しで又は他物と浪て､防湿､絶縁
充填削､合浸剤に用
いる.｢

含浸ワニスの成分と

Lて､′庄こく附いられ
ている..

耐化学薬品性､耐孤
性皮膜､鮮明な着色
自由二.
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第 3 表 菌 種 及 び 培 養 基 組 成

Table3. FungiandIngredients of Culture Medium

菌

培 養 基

アスペルギルス･ニケざル

(Aspergi1Iusniger)

溜 水‥.
.1,000cc

萄 糖...
.10g

硝酸アンモニウム………………‥ 2g

燐酸第二加里.‥‥
‥....0.5g

硫酸マグネシウム……………… 0.3g

精 葦き 天………………‥20g

徴の発育温度は最低 0～70C,最適 25～35CC,最高

39～460C で､体成分は多量の7k分及び蛋白､油脂､茨

化水素等､無機質でほ加盟及びz 含んでおり､こ

れ等の成分ほ徴の培養時の栄養科と密接な関係がある｡

培養に使用した菌琶､栄茸等は第3費に京した(5)｡徴の

発育及び抑制される状態の一例を第1,2図に示した｡

第1図の中央ほワットマン濾紙､右下ほ綿 終に共に

MFP処理を施し､菌種を植えつけたもので1週間後に

発育ほ見られなかったが､左上下の無処理網

の無処理羊毛

維､右上

にほ､相当量の発育が見られた｡

第2図も菌種植え付けより1週間後の状態で､左上ほ

保安庁納めの遠隔操縦操置に用いる綿布を未処理で供試

し､右上ほ処理済のもので､明瞭な相違が見られる｡

左下は防徽剤を添加してあるラッカー塗膜､右下ほ同

じ材料を用いて､防衛剤を加えない場合で､図に見られ

るように黒徴による黒白の識別が容易に出来る｡

これ等はいづれも温度28～320Cに保った恒温柁内で､

第3表に京される栄養科を与えて､人工的に徴の繁殖を

図ったものであるが､J.M･Leonard,A･I･･Pitman

両氏8･ま､パナマのジャングル中に小屋を作り､この中に

維被覆 を多数放置して実験したことを報告し

ている(6)｡この実験は6箇月の長‡9往こ亘って､各種の防

剤の効果を調べたものであるが､実験期間中の湿度は､

殆ど90%以上を継続し､稀に80%程度に下ったこと

があるとされているから､日本国内等にはない極めて苛

票 徴であって菌叢は黒褐色､頂要は大球形､
梗子は分岐し､芽胞子は
菌核を作るご.

形滑面又は粒面､

音数に属し､菌叢は緑色を呈し､梗子長くそ

の発端は尖っている｡芽胞子は卵形滑屈､被
子器及び子嚢を作る｡

麹徴及び自鞍の類であって､MFP

定されるものであるが､大体上記2種を用い
れば良いので､本報告の実験には供用しなか
った｡

左記を混合し､100ccづゝ三角フラスコに分

弔し､綿栓を施し､蒸気殺菌釜内で 3～4br

加熱後､25cc づゝ左:ベトリ皿に分けて用い

る｡

第1図 ベトリ 皿中 の赦の繁殖状態

Fig.1.View o王FunguS PropagatinginPetriDishes

第2図

Fig.2.

ベトリ 血 中 の 歓 の 殖状態

View of Fungus Propこ唱at享nginI)etriI)ishes
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幣な環境であるっわれわれは防徽割としては､殆ど五塩

化フェノールを添加しているが､両氏ほフェ′←ル塩化

物は大して効果がなく､第4表の化合物が最も効果を表

わしたといつている｡この点に意飢､ては今後十分に検討

を要するところであろう｡

両氏は7k鋏化合物を採用しているが､これは通儲掛こ

於ては､特に整流器等に悪い影響を与えるから､必らず

しも防徴の効果からのみ防徴剤を判定することも出来な

い｡五塩化フェノール5%程度をワニスやラッカーiこ添

加した場合も､その効果ほ著しく､配線被覆材料に対し

て､1年余経過し､処理しない方は相当青微を生じてい

るが､処理した方ほ全然発生を見ていない実例もある｡

第5表は各 の材料の上に､MFP処理をした場合と

しない場合との発散状態の比較である｡処理の種類毎に

831

4箇の試料を取り､2日､7日､14日後に観察し､試料面積

iこ対する発徴面積の比で表わした｡この表現方法ほ前記

Leonard,Pit皿an両氏も採用している｡.徴が風通しの悪

い処に発生し易いことは常識として認められるが人工培

養基｢-いで､気流､温度､湿度等を変化させ第5表と同様に

測定した結果を第`表(次頁参照)に示した｡気流の影響

に就いてほ､アスペルギルス･グレ←ヴァス(Aspergillus

glavous)とゆう菌種を用いて､パン､大豆その他の食品

上に発育を観察した報告があるが(7)､それによれば0･5

m/secでは発生は遅延せず､3･Om/sec
を通じた場合

は､糸状菌は基質面の粗密に関せず発生しないと報ぜら

れている｡しかしいづれlこしてもMFP処理をした場合

の効架は､即時的に又皮膜の亀裂や剥離を生じない限り､

長"邦こわたって維持されることは確実であるc

第 4 麦J.M.Leonard,A.L.Pitman両氏によって発表された効力顕著な防教則

実験に於ける使用量はワニス又はラッカーの1,5,10%が使われた｡配列順付は効力順を示す｡

Table4.TheFungici(1esRemarkablyEffectedwhichwereReportedbyJ.M.LeonardandA.L.Pitman･

The QuantitiesusedintheExperimentswerel,5andlO%ofVamishorLacquer,Arranged

Orderindicates Effect.

(1)OpHydroxyphenylmercuric chloride

(2)Salieyklnilide

(3)Pyridylmercuric chloride

(4)!･-Toluene sulfonylamide

(5)Uranylnitrate

第 5 表

1'able 5.

(6)p-Aminophenylmercuric acetate

(7)Phenylmercuric-0-benzoic acetate

(8)♪-AcetylaminophenylmercuriこICetate

〔9〕Hydroxymercur王salicylic acid anhydride

(1.0)Phenylmercuric phthalte

各 繹 試 料 の 徴 発 生 比 餃

Comparison of Some Sanples for Fungus Growth Test

摘 要: T は]MFP

Oは発教せず

処部活､N は無処享男

2は発微が試料面積が25～50%間にあるもの

1は発数カ 料面積の 25%以下に止まるもの

3は発徴が試料面韓の三0%以上に達したもの
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第6 表 温度降下及び気流に よ る 赦蒐育の抑制

Table6･ The Growth of FungiPrevented by Temperature Decrease and Air Current

摘 要: 0,1,2,3 の数字の意味は第5表と同じ｡

使用菌はアスペルギルス･ニグル及びペニシ

〔ⅠⅤ〕処理の実施及び絶縁性能

通信

流 洩､

器の表面にMFP処理を施し､回路端子間の電

弧閃絡等を抑止するのであるが､その方法は

大別して次の二つになると思う｡第1ほ通信機の組立が

完了してから､或ほ相当な程度に部品が組込まれてから､

全体に対してMFP材料を噴寄状で､吹付ける方法であ

り､第2は材料部品の卑寺質から､そのような一律的な処

理でほ目的を達せず､予め箇々に､決った仕様で処理す

る方法である｡弟3,4図は上記の第1の処理を施した

JSCR-300無線機の上面及び下面を示し､上面の見易い

処にはMFP処理をしたことゝ､修理に際し端子のMFP

除去の注意が苦かれている｡第5図の右側には上記の第

2の種類の処理を施した部品の例を示し､左側にはMFP

処理が各種金属に如何なる作用を及ぼすかを調べた試料

の若干を示してある｡MFP処理を施した結見､鉄の発

誘は勿論､アルミニウム､亜鉛等白色の腐蝕を生じ易い

材料も､著しくその変化を抑制出来､銅､黄銅等に嘉たい

ては､特に鰐蝕は認められないが､表面が桃色に変るこ

とが多かった｡これは防徴斉拍;､銅と反応し易いためと

いわれ､MFP処理下地として､普通ラッカーを用いる

等今後の検討問題となっている｡第1の噴霧吹付けは

装作業でほ広く用いられ､均一な塗面を得ることが出来

るが､通信機器では塗装を避けねばならない処も数多く

あるから､第7表に区分されるそれぞれの部品に就いて､

処理上の注意が必要である｡従って吹付処理を避けねば

ならぬ部分にほ､処理に し予め紙､テープ等を用いて

蔽を施さねばならない｡組立完了品に対してほ､一般

に高温処理ほ不可饉であるから､第1表に示す常温乾燥

塾塗料を用い､この場合でも､防湿の見地から､機器の

表面は50～60〇Cで2～3hr予熱し､加温糟より取り出

して､その表面が室温より 5■コC以上は高い状態で吹付

ける必要がある｡吹付け回数も､ さを少くとも

0.05mm以上とし､ピンホールの存在を完全になくする

には､3回行なうことが適当である｡塗装材料について

リウムルテウム王昆用｡

第3図 MFP処理をした無線機(上面)

Fig.3.MFP TreatedRadio Set(Upper Sight)′

第4図 MFP処理をした無線機(下面)

Fig.4.MFP TreatedRadioSet(Lower Sight)

は､第1表に示すように種々の性能を要求せねばならな

いが､愉Ⅲ向通信機等にあっては､湿気による表面の絶

層偲杭低下を極力防止することが､今日までの経験上､

第一義的に考えられねばならない｡勿論皮膜の絶縁耐

力､硬度､接着性､体裁等をおろそかにすることは出来

ないが､絶縁抵抗が材質や周囲の条件に非常に鋭敏に作

用するので､これに関する実験を述べてみよう｡

蒜･MFI)_,材料の固有絶縁抵抗測定法ほ､他の絶縁物と全

く同様iこ第`,7図に示すリング及び水銀で電極を構成

し､直流∴300～500V,1min充電後直偏法を用い､次

式により求める｡
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第 7 表

Table

833

吹 付 処 理 の 安 否 区 分

Division of the Need or Not of Spray Coating

要:否 必らず処至堅を要する
はし浸理合処

のもるけ避を理処のも

(1)装置内国定被覆緑黄 面 ヽ
)
ノ

り､

部

(処壬堅済品､ナイロン
ジャケ ツト のよ うに

MFP の保証されたも
のは処理する必要はな

い)

ターミナル接続部

固定抵抗､コンデンサ

コイル顎

4)シャーシ内部及び表面

の電気的接続と関係な
い部分

(5)療識紙の表面

(6)異種金属煤の接続部

(7)シ←ルド鰭やシールド
線カバーの表面

(8)スイッチ､リレー､ジ
ヤヅク質の 気的接続

と関係ない部分

(9)プラスチック積層板

コンネクタ､ヒューズ､

可変コンデンサ､可変
紙抗等の電気的接蠣部
分

(2)ベアリング､ギヤr､ピ
ボット等の表面

〔3〕プラ クツチス 部分で処
壬聖により却って絶縁抵
抗の下るもの

(4)動作中の温度が1000C
を超える部分

(5)透明な窓やレンズの表
面

(6)動作電圧600V以上の
磁器製碍子

〔7)耐弧性材料の表面

(8)塗料別により､1容解さ
れるようなプラスチッ

ク材料

不
て も

〔1)ナイロン､酷酸セル/ロ
トズ､ガラス､ 合 成ゴ

ム､ビニル製品の表面

〔2〕白金､金､ニッケル､

ロジウム､不鋳鋼等で
作った部分及び党旗の

おそれ少いクロム､ニ

ツケル等

(3〕コイル､

金面

子管､トラ
ンス等のシ←ルド内面

〔4)ねじ及びスプリング等

の表面

〔5)プラスチック製成型品

β=一蒼々y
打(β+d)
上)-d

ム'､

こゝに p:体積固有抵抗
βc皿

～:皮膜の厚さ

d:内側 極の直径

Cm

CIn

斤-′:体 積 抵 抗 β

♂:表面固有抵抗
βcm

β:環状 極の内径

忍ぶ:表 面 抵 抗

保安庁の材料規格では表面固有抵抗は規定していない

が､湿度大なる場合は､先づ表面の絶縁が次第に低下す

ることを一応注意せねばならない｡MI｢P塗料に就いて

行なった試験結果を弟8表(次頁参照)に示した｡こつ場

合の試料は含浸処理､刷毛塗装で注意深く塗膜を行った

から､何時でもこれと同等の値が出るとはいえないが､

略見当を得ることが出来る｡弟`図右上に示す黄銅棒

(直径0･6ケ,長さ6ケ 片側ほ半球形とする〕をこ0･05～

0･1mm程度の厚さの塗膜をつけ､5%食塩水中に吊し

て絶縁抵抗を測定した結果を第8図(次頁参照)に示し

た｡第8表からいえることほ､250Cで1昼夜浸水とゆ

うことは､相当苛酷な試験であって､合格値には入って

いるが､十分に余裕のある値ではなL■､｡尤もニトロセル

ロ←ズの量が多い場 合､ -そ 念がある のであって､日立

絶縁ワニスW28では､120〇C/2.5br処理されゝば､同

様浸水後でも1013βcmの好成置を示した｡このような

(1)屈曲度数の多いケーブ
ル､コード数

(二2)フェルト､ファイバ
コルク､レザ←､ロ←プ

ズック､木材､天然ゴ

ム等の 表面

(3〕ダイナモ一夕発電機､
二E･一夕パワ･-ニLニット

等の回転部分及びセレ

ン整流若景

4)導波管

第5図 MFP処理をした部品及び金屑とMFP と

の反応を見る
Fig.5.MFP Treated Par[s andPlates of Some

Metals to See the Re:lCtion on Them

第6因 絶縁=紙抗測定電極及び測定

試片(右上食塩水中に使用した黄銅電極､右中､
環状 極､右下､横状電極､中上､共振閑緑翰､

中下､高周波測定試作､左上､湿度測定柁抗素

子､左下､高閲波損莫測定開電極
Fig.6.Electrこ)des for Measuring o董Insulation

Resistance and Test Specimens
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第 8 表 MFP 塗 膜 の 絶 縁 性 龍 一 例

Table8. An Example ofInsulat王on Characteristics of MFP Coatings

備 考 A:品質判定 験 B:社内試験

(+)

郡7
体(+
桔
桂

ー β♂¢

】

l

面 β 杭
の手塁 形少 測

｢±こT浩抗 J
緻剤
法定

喝 r…
摺

ノ責

.銅還

虎押

水謂電極

人L

跨

皮〔り

′‖芋蔓L
杉ニ‡:∴′ノ∴′1ラ≠診汝ニニ明㌻つ紫紺三=㌢二三ろ′ク:堺そ了′′†′｢･∴ノ/′′H

第7図

Fig.7.

貰銅根雪腰

三三膜の体荷及び表面固有壁抗測定装置
MeasuringInstrument of Volume E7nd
SurfE:Ce Resistivi†y of Coating

J♂韓F式

第8国 訴銅棒電極の上に処理されたMFP皮膜の

5%食塩水中に於ける絶縁埼抗

Fig.8.Insulation Res三stance of MFP Films

Treated on Br己SS Bar Electrodesin5%

Salt Solution

C:受入試験を行う

/ 2 J イ ∫ ∂'

匝f空清昌

7 ♂ β 〝// 〝日数

第9図 繚基材フエノ←ルレジン 層絶縁板の性能

Fig.9.Insulation Characteristics of PhenoI

Resin-Paper Combined Laminate

値の違いは､前にも述べた通り､材料の良否として結論

づけるべきでほなく､それぞれ用途を異にする処から､

起因するものであることを認めておく必要がある｡第8

囲で乙･よ､適切に処理されたMFP塗月莫は､食蝮水につけ

た当初ほ､幾分絶縁抵抗値が上り気味になっている｡こ

の点､第8図以外の試料に就いても､20箇程試験してみ_

たのであるが､16箇は同様な上り傾向を示した｡劣化を

与えたものは予想通り､1昼夜後にほ10MegJ2以下に

降下してしまった｡以上の第8表の実験むこしても､第8

図の実験にしても､塗膜の仕上りが､絶縁性能に至大の･

影響を及ぼすもので､若し乾燥時の温度を急激に上昇さ

せるとか､精度の高い材料に､荒い刷毛のタッチを与え

たりすれば､必らずピンホ←ルを生じて､轟 氷:抵抗値の

減少ほ勿論､500V位の電圧でも､容易に絶縁破壊が起

る場合がある｡
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組立完了した通信機に､全体としてMPF処]望をする

場合ほ噴霧吹付となるから､概ね性簡的に､甚しい欠陥

を生ずるおそれは無くなると考えられる｡第2の処理方

法である箇々の部品を適当な材料で処理することに就い

ては､第2表に云したように､有機材料の性質がそれぞ

れ違う故､全般に亘って記 することは出来ないが､最

も普通に知られている紙基材フェノールレジ

′作られた絶縁端子板の性能比較を第9図に示した(9)｡第

9図の処理済品は加熱縮合型樹脂を問いているから､加

一熱によって基材紙質を痛めない範囲で処理しなければな
らない｡次に高周波絶縁処理の問題に少し触れてみると

`弟2表でも判る通り､絶縁 料として非常に普及してい

るフェノールレジン､アルキッドレジン､ニトセルローズ

等はいづれも誘 は好条件下で測っても

或はそれよりももつと大きな値である∴交流

体損失は W=2り℃oE2etan∂ で表わされ､

2～3%,

場内の誘

最近の無

‥線機のように周波数′が大きくなってきている場合は､

回路部品の絶縁材料は慎重に選択されねばならない｡第

`図左側に示すのは､高周波絶縁処理用材料の共振法に

よる測定具及び測定供試見本である｡

これらによって測定した結果ほ､概ね第2表の値と一

二致したが､倍今後残された問題としては､広範囲に亘る

温度､湿度等の変化する条件下で､材料が如何なる特性

を京してくるかとゆうことで､引続き検討を進めている｡

〔Ⅴ〕防湿包装と湿度の測定

従来は防湿包装に対して ｣L､は薄かったのであるが､

最近輸出及び特需関係の要求から､全国的に防湿包装に

関心が持たれてきた｡通 機自体の防湿防徽処理は既に

述べたように高度に技術も進んできたが､事包装となる

と､定量的な測定は皆無に等しかった｡われわれはこゝ

第 9 表

Table 9.

835

に着目して研究の対象として早くより取り上げていた欧

米に放てほ最近特に多くの包装に関する規格や文献の発

表を見ることが出来る｡通常われわれが通信機問に使つ

ている包装材料も､使用期間､輸送､保存の方法､美観

価格等の観点より十分検討される必要がある.一.唯問題ほ

防湿包装という､櫨めて実朝勺な取壊なのであるから､

電気周の防湿絶縁材料のように､純粋な形で実験台上の

数値を求めるよりは実験の成果も出来るだけ 問品の中

から生み出すことが大切である｡こうした考え方で防湿

包装材料の

9表に示した｡

性をカッ70法ににより測定した結果を第

これほ温度を40〇Cに上げて､

測った値であるから､相当苛酷な実験である

｢茸

田上で

は荷造り包装費は､製品価格の何%と抑えねばならない

性質のものであるから､最高級品をねらうことなく､こ

れ等の中から状況に応じて､取捨選択することほ必要な

ことである.｡

透湿量の測定ほ､一定面積を 過した湿気なシリカヂ

ル､無水燐酸､塩化カルシウム等の強力な唆湿別に吸収

させ､その重量増加を秤量して計算した｡従って包装内

に吸湿剤を眉く場合には､秤量するのにどうしても開個

しなければならない｡ る試験開防湿包装に託いて､時

日町経過に伴って､どのような透湿が行なわれたかは､

変化に再現性のある感湿抵抗素子を作り､リード線によ

って包装内に導き､リード線が包装材料から出る出口の

部分は､アスファルトのような精鋼な材料で､厳密なシ

ールをしておけば測定可髄である｡感湿抵抗素子は､弟

`図左上に示すもので､金属電極間の狭い間隙にポリ酷

酸ビニルと吸湿塩の混合物が塗着してあるこ時間の経

に伴って､防湿面より次第に透

湿度が増加し､抵抗

すれば､包装rノ]室間の

子のインピーダンスは変化する｡

既にインヒ㍉-ダンスほ再現性があることは確かめられて

防 湿 包 装 材 料 の 透 量

Moisture Permeability of PackingMaterials
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第10 表 湿度測定に於け る 池上定借

TablelO.Measuring Values at Humidity

Measurement

塩額(飽和溶液用)酸
相対湿度･温度と品ちピ蒜蒜

舞10因 イ ン ピ ← ダ ン ス 測定回路

Fig,10,CircujtDiagramofImpedanceMeasurement

おり､インピーダンスと相対湿度との関係も求めてある

から､計器の読みによって包 内への透湿を測定するこ

とが出来る｡この実験に於ける基

類及び酸を用いる(8)｡
･･.ハ

溶

湿度の求め方ほ､塩

湿度､温度､インピ←ダソ

スとの関係ほ雇10表に､インピ←ダンス測定回路略図は

第10図に示した｡

この方法は特殊の電源､ブリッヂを要するから､何処

ででも簡易に利用は出来ないが､防湿包

は参考になる処が多かった｡

の実験として

〔ⅤⅠ〕結 盲

通信機器のMFP処理と､防湿包装に嘉飢､てその一端

を述べたが､これ以外にも残された問題は多い｡例えば､

防徴剤の銅系金属に対する反応とか､耐熱耐寒性の含浸

剤とか､包装の問題iこしても､雨季に於ける理想的脱湿

法等重要なことがある｡ りに当って東研究i･ま､昭和27

年度通産省工業化試験研究補助金交付の題目｢輸出用電

話機≡ の実用化研究｣と密接な関連の下に行なわれ､

各方面の関係者各位の御指導御鞭捷を戴いたが特に電々

公社電気通 研究所小川材料課長､保安庁第一幕僚監部.

岡三正の両氏よりは特に懇切なる御教示を賜ったので厚

く御礼を申上げると共に､倍未開拓の問題も多く､引観

き研究を行ないつゝあるので､今後の御指導御協力をお

いする次第である｡
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